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Oferta de Proyectos AULA CHIP 2026/27

Titulo
e Optimizacion de IP neuromorfica para despliegue en ASIC: disefio orientado a PPA desde FPGA a silicio
* Desarrollo de un sistema integrado de procesamiento en SoC basado en SNN para algoritmos de vision por eventos
* Disefo de un ASIC Europeo empleando con funcionalidades de Sincronizacion con precision de Sub-microsegundo
empleando herramientas y PDK de Cddigo Abierto
* Prototipado de un dispositivo SoC con comunicaciones cuanticamente seguras para el establecimiento de conexiones
MACSEC entre nodos de comunicacion
* Disefio de un mecanismo de mapeo de parametros de calidad de servicio (QoS) entre redes cableadas deterministas TSN
y redes inaldambricas 5G implementable dispositivos semiconductores SoC Gateways
* Disefo de un dispositivo SoC para el procesamiento de datos proporcionados por sensores de fibra dptica a través un
chip 6ptico experimental (TFG)
* Disefo de una placa electrdnica para la validacion de un chip dptico experimental para sensores de fibra éptica (TFG)
* Disefio de una placas electrénicas para la validacidn de un chip experimentales "bare metal"
* Disefo de un dispositivo SOC basado en una CPU RISC-V de 32 bit para el control de servos
* Disefo y puesta en marcha de una infraestructura de IA Local para la aceleracion de la etapa de verificacion en el disefio
de dispositivos semiconductores 0
* Desarrollo de un set-up de validaciéon de prototipos de dispositivos SoCs para comunicaciones m
* Desarrollo del software embebido para configuracion de dispositivos SoCs para comunicaciones (TFG) =B
e Evaluacion de PDKs para disefio de semiconductores en nodos avanzados de fabricacion utilizando herramientas Open
Source o
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Hoja de Inscripcion AULA CHIP 2026/27

Enviar la solicitud cumplimentada a: soc4sensing@ehu.eus

Nombre y Apellidos
Email

Titulacion

Curso en 2026/27
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Créditos matriculados 2026/27

Proyecto de interés 1

Proyecto de interés 2

Proyecto de interés 3
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